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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工領域にて工作物を支持する主軸と、
　前記主軸を回転可能に支持する主軸台本体と、
　前記主軸に支持された前記工作物に研削加工を施す砥石車と、
　前記加工領域へ向けてクーラントを供給するクーラント供給部と、
　前記主軸台本体に対し、前記主軸台本体の前記加工領域側を向く端面からの突出量を変
更可能に支持され、前記加工領域に配置された前記工作物を前記主軸に支持された位置か
ら前記主軸から離間した位置へ移動させるシフト部と、
　前記主軸台本体の前記加工領域側を向く端面からの前記シフト部の突出量を検出するセ
ンサ部と、
　を備え、
　前記センサ部は、前記主軸台本体の前記加工領域側を向く端面に対し、前記加工領域と
は反対側の領域に配置され、前記シフト部のうち前記主軸台本体の前記加工領域側を向く
端面から突出していない部位を検出する、研削盤。
【請求項２】
　前記研削盤は、前記シフト部に連結されると共に前記加工領域に常時配置され、前記主
軸から離脱した前記工作物を支持する仮受台を備える、請求項１に記載の研削盤。
【請求項３】
　前記センサ部は、前記主軸台本体よりも前記加工領域とは反対側の領域に配置される、
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請求項１又は２に記載の研削盤。
【請求項４】
　前記センサ部は、前記シフト部のうち、前記主軸台本体に対して前記加工領域とは反対
側の領域に露出した部位を検出可能な近接センサから構成される、請求項３に記載の研削
盤。
【請求項５】
　前記主軸台本体は、前記主軸を回転させるための駆動力を付与するモータを備え、
　前記モータは、前記主軸台本体の前記加工領域とは反対側の領域に露出した状態で設け
られ、
　前記センサ部は、前記モータの下方に形成されたスペースに配置される、請求項３又は
４に記載の研削盤。
【請求項６】
　前記センサ部は、前記主軸台本体の内部に配置される、請求項１又は２に記載の研削盤
。
【請求項７】
　前記主軸台本体は、前記主軸を回転させるための駆動力を付与するモータを備え、
　前記モータは、前記主軸台本体の内部に収容され、
　前記センサ部は、前記モータの下方に形成されたスペースに配置される、請求項６に記
載の研削盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研削盤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、砥石車による加工位置に配置された工作物を、転送装置による搬出搬
入位置まで押出すための押出し部材が設けられた主軸台が開示されている。特許文献１に
は、搬出搬入位置に規制装置を設け、押出し装置によって加工位置にある工作物を規制装
置に当接する位置まで送出する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公昭６０－２６９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、押出し装置によって工作物を所定位置まで送出する場合において、特許文献１
に記載の規制装置を用いる代わりに、所定位置まで工作物が送出されたことを検出するセ
ンサを配置し、そのセンサによって工作物が検出されるまで押出し装置による送出を行う
技術が知られている。しかしながら、砥石車による研削加工時にクーラントを利用する場
合において、砥石車による加工位置に露出した状態でセンサを配置すると、クーラントが
センサにかかり、センサの検出精度が低下するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、工作物の位置を検出するためのセンサを備えた研削盤において、センサの検
出精度の低下を防止できる研削盤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の研削盤は、加工領域にて工作物を支持する主軸と、前記主軸を回転可能に支持
する主軸台本体と、前記主軸に支持された前記工作物に研削加工を施す砥石車と、前記加
工領域へ向けてクーラントを供給するクーラント供給部と、前記主軸台本体に対し、前記
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主軸台本体の前記加工領域側を向く端面からの突出量を変更可能に支持され、前記加工領
域に配置された前記工作物を前記主軸に支持された位置から前記主軸から離間した位置へ
移動させるシフト部と、前記主軸台本体の前記加工領域側を向く端面からの前記シフト部
の突出量を検出するセンサ部と、を備え、前記センサ部は、前記主軸台本体の前記加工領
域側を向く端面に対し、前記加工領域とは反対側の領域に配置され、前記シフト部のうち
前記主軸台本体の前記加工領域側を向く端面から突出していない部位を検出する。
【０００７】
　本発明の研削盤によれば、工作物に対して研削加工を行う際、加工領域へ向けてクーラ
ントが供給される。これに対し、センサ部は、主軸台本体の加工領域側を向く端面に対し
、加工領域とは反対側の領域に配置され、シフト部のうち主軸台本体の加工領域側を向く
端面から突出していない部位を検出する。よって、センサ部にクーラントがかかることを
回避できるので、センサ部がクーラントにかかることに起因して、センサ部による検出精
度が低下することを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態における研削盤の構成を示す図である。
【図２】主軸台の正面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線における主軸台の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（１．研削盤１の概要）
　以下、本発明に係る研削盤を適用した実施形態の一例である研削盤１について、図面を
参照しながら説明する。研削盤１は、砥石台５をベッド２に対してトラバース（Ｚ軸方向
への移動）を行う砥石台トラバース型研削盤である。なお、研削盤１による工作物Ｗはク
ランクシャフトである。
【００１０】
　研削盤１は、設置面に固定されたベッド２の上面に、主軸台３及び心押台４が配置され
る。主軸台３には主軸３ａが主軸台本体３ｂに対して回転可能に支持され、心押台４には
センタ４ａが回転可能に支持される。また、主軸台３には主軸３ａがモータ３ｃにより回
転駆動され、工作物Ｗは、主軸３ａ及びセンタ４ａに両端支持される。
【００１１】
　さらに、ベッド２の上面には、Ｚ軸方向（工作物Ｗの軸線方向）及びＸ軸方向（工作物
Ｗの軸線に直交する方向）に移動可能な砥石台５が設けられる。砥石台５は、モータ５ａ
によってＺ軸方向へ移動し、モータ５ｂによってＸ軸方向へ移動する。砥石台５には、工
作物Ｗに対する研削加工を行う砥石車６が回転可能に配置され、砥石車６は、モータ６ａ
により回転駆動される。
【００１２】
　また、ベッド２の上面には、工作物Ｗの研削部位の外径を計測する定寸装置７と、研削
部位にクーラントを供給するクーラント供給部８とが配置されている。クーラント供給部
８は、主軸台３に設けられたノズル（図示せず）にクーラントを供給し、クーラントはノ
ズルから研削部位へ向けて吐出される。さらに、研削盤１には、各モータ３ｃ，５ａ，５
ｂ，６ａを駆動制御する制御装置９が設けられる。
【００１３】
　（２．主軸台３の構成）
　次に、主軸台３の詳細な構成について説明する。図１に示すように、主軸台３は、主軸
３ａと、主軸台本体３ｂと、モータ３ｃとを備える。上記したように、主軸３ａは、工作
物Ｗの一端を支持する。主軸３ａは、砥石車６による研削加工を行う加工領域Ｒに対し、
工作物Ｗを支持する主軸３ａの先端を向けた状態で、主軸台本体３ｂに回転可能に支持さ
れる。また、主軸台本体３ｂは、ベッド２上で主軸３ａの先端の向きを調整可能に設けら
れている。
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【００１４】
　図２に示すように、主軸台本体３ｂには、加工領域Ｒを向く端面に主軸３ａが配置され
、加工領域Ｒの反対側を向く端面にモータ３ｃが外付けされている。モータ３ｃは、主軸
３ａを回転させるための駆動力を付与するモータであり、主軸台本体３ｂに対し加工領域
Ｒとは反対側の領域に配置される。また、主軸台本体３ｂには、主軸３ａ及びモータ３ｃ
の下方に、工作物Ｗ（図１参照）の移動に用いるシフト装置１０が配置されている。シフ
ト装置１０は、シフト部２０と、仮受台３０と、センサ部４０とを備える。
【００１５】
　図３に示すように、シフト部２０は、シリンダ本体２１と、ピストン２２と、ロッド２
３とを備えた油圧シリンダであり、制御装置９（図１参照）により駆動制御される。ロッ
ド２３の一部は、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒとは反対側（図３左側）を向く端面から突
出し、その突出部位がロッド収容部２４に収容される。
【００１６】
　ピストン２２は、シリンダ本体２１とロッド収容部２４とに跨って収容され、ロッド収
容部２４の内部においてロッド２３に連結される。また、ピストン２２には、ロッド２３
の伸長方向とは反対方向（図３左方向）へ延びる延設部２５が連結され、延設部２５の先
端部には下方へ延びる被検出部２６が形成される。なお、図３では、延設部２５の位置を
破線で図示している。また、延設部２５はロッド２３に連結してもよい。
　ピストン２２は、シリンダ本体２１に供給される油圧に応じて往復移動し、ロッド２３
及び被検出部２６は、ピストン２２の往復移動に伴って伸縮する。また、ロッド収容部２
４には、ロッド収容部２４からロッド２３の伸長方向とは反対方向（図２左方向）へ延び
るセンサ取付部２７に取り付けられる。
【００１７】
　仮受台３０は、工作物Ｗを下方から支持する部位であり、加工領域Ｒ内に常時配置され
る。仮受台３０は、ロッド２３の先端に連結されており、仮受台３０に支持された工作物
Ｗは、ロッド２３の伸縮に伴って仮受台３０と一体的に移動する。
【００１８】
　センサ部４０は、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒを向く面からのロッド２３の突出量を検
出するセンサであり、一対の近接センサ４１，４２を備える。一対の近接センサ４１，４
２は、ロッド２３の伸縮に伴って被検出部２６が移動する領域に面する位置でセンサ取付
部２７に取り付けられる。即ち、センサ部４０は、主軸台本体３ｂに対して加工領域Ｒと
は反対側の領域に配置される。一対の近接センサ４１，４２は、ロッド２３の伸縮方向に
沿って並設され、一方の近接センサ４１が他方の近接センサ４２よりも加工領域Ｒ側に近
接した位置に配置される。また、近接センサ４１，４２の代わりに、光センサや超音波等
を検出するセンサを使用してもよい。
【００１９】
　シフト部２０のロッド２３を伸ばす過程において、ロッド２３と一体的に移動する被検
出部２６が一方の近接センサ４１の前に差し掛かると、一方の近接センサ４１は、被検出
部２６を検出し、検出信号を制御装置９に送信する。制御装置９は、一方の近接センサ４
１からの検出信号を受け取ると、シフト部２０の駆動を停止する。同様に、ロッド２３を
縮めている過程において、被検出部２６が他方の近接センサ４２の前に差し掛かると、他
方の近接センサ４２は、被検出部２６を検出し、検出信号を制御装置９に送信する。制御
装置９は、他方の近接センサ４２からの検出信号を受け取ると、シフト部２０の駆動を停
止する。
【００２０】
　なお、一対の近接センサ４１，４２は、センサ取付部２７に形成された孔２７ａ，２７
ｂに挿入された状態で固定されるのに対し、一方の近接センサ４１が挿入される孔２７ａ
は、ロッド２３の伸長方向（図３左右方向）を長手方向とする長孔状に形成される。従っ
て、一方の近接センサ４１は、センサ取付部２７に対し、ロッド２３の伸縮方向における
取付位置を調整することができる。
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【００２１】
　このように、センサ部４０は、主軸台本体３ｂに対し、加工領域Ｒとは反対側の領域に
配置され、一対の近接センサ４１，４２は、シフト部２０のうち主軸台本体３ｂに対して
加工領域Ｒとは反対側の領域において、主軸台本体３ｂから露出する被検出部２６を検出
する。この場合、工作物Ｗに対する研削加工時において、加工領域Ｒに吐出されるクーラ
ントがセンサ部４０にかかることを回避できる。よって、センサ部４０の検出精度が低下
することを防止できる。また、シフト部２０のうち、シリンダ本体２１及びピストン２２
は、モータ３ｃの下方に配置されるので、クーラントに起因するシフト部２０の不具合の
発生を防止できる。
【００２２】
　また、シフト部２０の一部及びセンサ部４０は、モータ３ｃの下方に形成されたスペー
スに配置されるので、主軸台３が全体として大型化することを防止できる。さらに、セン
サ部４０は、主軸台本体３ｂに対して加工領域Ｒとは反対側の領域において、一対の近接
センサ４１，４２が主軸台本体３ｂから露出した状態で配置される。よって、一対の近接
センサ４１，４２に故障等が生じた場合に、交換作業を効率よく行うことができる。これ
に加え、一方の近接センサ４１は、センサ取付部２７に対し、ロッド２３の伸縮方向にお
ける位置調整が可能な状態で取り付けられているので、一方の近接センサ４２の位置調整
を容易に行うことができる。
【００２３】
　（３．研削盤１の動作）
　次に、研削盤１の動作について説明する。図１から図３に示すように、工作物Ｗの着脱
を行う際、研削加工時よりも心押台４を主軸台３から離間させると共に、ロッド２３を伸
ばし、仮受台３０を主軸台本体３ｂから離間した位置へ移動させた状態にしておく。
【００２４】
　仮受台３０に工作物Ｗを配置した後、ロッド２３を縮めて仮受台３０を主軸台本体３ｂ
に近づけ、工作物Ｗの端部を主軸３ａに接触させる。このとき、制御装置９は、シフト部
２０を駆動制御してロッド２３を縮め、他方の近接センサ４２からの検出信号を受信した
ときに、シフト部２０の駆動を停止する。なお、図２及び図３において、ロッド２３を縮
めた状態における仮受台３０、延設部２５及び被検出部２６の位置を二点鎖線で示す。
【００２５】
　続いて、心押台４を主軸台３側に近づけ、仮受台３０に支持された工作物Ｗを主軸３ａ
及びセンタ４ａにより回転可能に両端支持する。その後、主軸台本体３ｂに設けられたチ
ャック（図示せず）により工作物Ｗの外周面を保持し、砥石車６による研削加工を工作物
Ｗに対して施す。
【００２６】
　上記したように、センサ部４０は、主軸台本体３ｂに対し、加工領域Ｒとは反対側の領
域に配置され、シフト部２０のうち主軸台本体３ｂに対して加工領域Ｒとは反対側の領域
に露出した部位である被検出部２６を検出する。これにより、工作物Ｗに研削加工時にお
いて、加工領域Ｒに吐出されるクーラントがセンサ部４０にかかることを回避できる。従
って、センサ部４０の検出精度が低下することを防止できる。また、シリンダ本体２１及
びピストン２２は、モータ３ｃの下方に配置されるので、シリンダ本体２１及びピストン
２２にクーラントがかかることに起因するシフト部２０の不具合の発生を防止できる。
【００２７】
　研削加工が終了した後、心押台４を主軸台３から離れる方向へ移動させる。このとき、
仮受台３０が工作物Ｗの下方に配置されているので、心押台４の移動に伴って工作物Ｗが
落下することを防止できる。その後、ロッド２３を伸長させることにより、工作物Ｗを主
軸台３から離れる方向へ移動させ、工作物Ｗの入替を行う。このとき、制御装置９は、シ
フト部２０を駆動制御してロッド２３を伸ばし、一方の近接センサ４１からの検出信号を
受信したときに、シフト部２０の駆動を停止する。なお、工作物Ｗの研削盤１内への搬送
にはガントリーローダ等が用いられる。
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【００２８】
　（４．その他）
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であること
は容易に推察できるものである。
【００２９】
　上記実施形態では、モータ３ｃが、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒとは反対側を向く端面
に外付けされる場合について説明したが、主軸台本体３ｂの内部にモータ３ｃを収容して
もよい。また、この場合においても、センサ部４０はモータ３ｃの下方に形成されるスペ
ースに配置することが好ましい。この場合、センサ部４０を主軸台本体３ｂの内部に収容
されるので、センサ部４０にクーラントがかかることを確実に回避できる。よって、クー
ラントがかかることに起因してセンサ部４０に不具合が発生することを防止できる。
【００３０】
　上記実施形態では、主軸台３と心押台４とで工作物Ｗを両端支持する場合について説明
したが、２台の主軸台３で工作物Ｗを両端支持してもよい。なお、この場合、チャックを
不要とすることができる。また、工作物Ｗを両端支持した状態で、工作物Ｗを両側から回
転駆動してもよく、主軸台３の片側から工作物Ｗを回転駆動してもよい。
【００３１】
　（５．効果）
　以上説明したように、本発明における研削盤１は、加工領域Ｒにて工作物Ｗを支持する
主軸３ａと、主軸３ａを回転可能に支持する主軸台本体３ｂと、主軸３ａに支持された工
作物Ｗに研削加工を施す砥石車６と、加工領域Ｒへ向けてクーラントを供給するクーラン
ト供給部８と、主軸台本体３ｂに対し、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒ側を向く端面からの
突出量を変更可能に支持され、加工領域Ｒに配置された工作物Ｗを主軸３ａに支持された
位置から主軸３ａから離間した位置へ移動させるシフト部２０と、主軸台本体３ｂの加工
領域Ｒ側を向く端面からのシフト部２０の突出量を検出するセンサ部４０と、を備える。
これに加え、研削盤１は、センサ部４０は、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒ側を向く端面に
対し、加工領域Ｒとは反対側の領域に配置され、シフト部２０のうち主軸台本体３ｂの加
工領域Ｒ側を向く端面から突出していない部位を検出する。
【００３２】
　この研削盤１によれば、工作物Ｗに対して研削加工を行う際、加工領域Ｒへ向けてクー
ラントが供給される。これに対し、センサ部４０は、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒ側を向
く端面に対し、加工領域Ｒとは反対側の領域に配置され、シフト部２０のうち主軸台本体
３ｂの加工領域Ｒ側を向く端面から突出していない部位を検出する。よって、センサ部４
０にクーラントがかかることを回避できるので、センサ部４０がクーラントにかかること
に起因して、センサ部４０による検出精度が低下することを防止できる。
【００３３】
　上記した研削盤１に加え、研削盤１は、シフト部２０に連結されると共に加工領域Ｒに
常時配置され、主軸３ａから離脱した工作物Ｗを支持する仮受台３０を備える。この研削
盤１によれば、主軸３ａから離脱した工作物Ｗが落下することを防止できる。
【００３４】
　上記した研削盤１において、センサ部４０は、主軸台本体３ｂよりも加工領域Ｒとは反
対側の領域に配置される。この研削盤１によれば、センサ部４０にクーラントがかかるこ
とを回避できる。よって、クーラントがかかることに起因してセンサ部４０に不具合が発
生することを防止できる。
【００３５】
　上記した研削盤１において、センサ部４０は、シフト部２０のうち、主軸台本体３ｂに
対して加工領域Ｒとは反対側の領域に露出した部位を検出可能な近接センサ４１，４２か
ら構成される。この研削盤１によれば、近接センサ４１，４２に故障等が発生した場合に
、近接センサ４１，４２の交換を効率よく行うことができる。
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【００３６】
　上記した研削盤１において、主軸台本体３ｂは、主軸３ａを回転させるための駆動力を
付与するモータ３ｃを備え、モータ３ｃは、主軸台本体３ｂの加工領域Ｒとは反対側の領
域に露出した状態で設けられ、センサ部４０は、モータ３ｃの下方に形成されたスペース
に配置される。この研削盤１によれば、空いたスペースをセンサ部４０の配置スペースと
して利用できるので、主軸台本体３ｂの大型化を抑制できる。
【００３７】
　上記した研削盤１において、センサ部４０は、主軸台本体３ｂの内部に配置される。こ
の研削盤１によれば、センサ部４０にクーラントがかかることを回避できる。よって、ク
ーラントがかかることに起因してセンサ部４０に不具合が発生することを防止できる。
【００３８】
　上記した研削盤１において、主軸台本体３ｂは、主軸３ａを回転させるための駆動力を
付与するモータ３ｃを備え、モータ３ｃは、主軸台本体３ｂの内部に収容され、センサ部
４０は、モータ３ｃの下方に形成されたスペースに配置される。この研削盤１によれば、
空いたスペースをセンサ部４０の配置スペースとして利用できるので、主軸台本体３ｂの
大型化を抑制できる。
【符号の説明】
【００３９】
　１：研削盤、　３ａ：主軸、　３ｂ：主軸台本体、　３ｃ：モータ、　６：砥石車、　
８：クーラント供給部、　２０：シフト部、　３０：仮受台、　４０：センサ部、　４１
，４２：近接センサ、　Ｒ：加工領域、　Ｗ：工作物

【図１】 【図２】
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